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Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 62137-4:2014 vCetné opravy EN
62137-4:2014/AC:2015-02. Pieklad byl zajistén Ufadem pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62137-4:2014 including its
Corrigendum

EN 62137-4:2014/AC:2015-02. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and
Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

S G&innosti od 2017-11-13 se nahrazuje CSN EN 62137 (35 9391) z dubna 2005, ktera do uvedeného
data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouZzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s opravou EN 62137-4:2014/AC 2015-02 dovoleno do 2017-1-
-13 pouzivat dosud platnou CSN EN 62137 (35 9391) z dubna 2005.

Zmeény proti pfedchozi normé

V porovnani s predchozi normou jsou zahrnuty podminky pro pouzivani bezolovnaté pajky, jsou
doplnény zkuSebni podminky pro bezolovnaté pajky, jsou doplnéna zrychleni pro zkouseni pajenych



spojl teplotnim cyklovanim.
Informace o citovanych dokumentech

IEC 60068-2-14 zavedena v CSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkouseni vliv{ prostiedi - Cést 2-14:
ZkousSky - ZkouSka N: Zména teploty

IEC 60191-6-2 zavedena v CSN EN 60191-6-2 (35 8791) Rozmé&rovéa normalizace polovodi¢ovych
soucastek - Cast 6-2: Vdeobecna pravidla pro pfipravu vykres(i pouzder polovodi¢ovych sou¢astek pro
povrchovou montaz - Konstrukcni navod pro pouzdra s vyvody ve tvaru kulicek s rozteci 1,50 mm,
1,27 mm a 1,00 mm usporadanych do sloupcd

IEC 60191-6-5 zavedena v CSN EN 60191-6-5 (35 8791) Rozmé&rovéa normalizace polovodi¢ovych
soutastek - Cast 6-5: Vseobecna pravidla pro pfipravu vykres(i pouzder polovodi¢ovych sou¢astek pro
povrchovou montaz - Konstrukcni navod pro pouzdra s mrizkovym usporadanim kulicek s jemnou
rozte¢i (FBGA)

IEC 60194 zavedena v CSN EN 60194 (35 9002) N&vrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi spoji -
Terminy a definice

IEC 61190-1-3 zavedena v CSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montaz - Cast 1-3: Pozadavky na pajeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé
pajky pro pajeni v elektronice

IEC 61249-2-7 zavedena v CSN EN 61249-2-7 (35 9062) Materialy pro desky s plosnymi spoji a dalsi
propojovaci struktury - Cést 2-7: Vyztuzené platované a neplatované zakladni materialy - Médi
platované laminatové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyfici,
s definovanou hoflavosti (zkouska vertikalniho horeni)

IEC 61249-2-8 zavedena v CSN EN 61249-2-8 (35 9062) Materialy pro desky s plosdnymi spoji a dalsi
propojovaci struktury - Cast 2-8: VyztuZené platované a neplatované zakladni materialy - M&di
platované laminatové desky vyztuzené tkanymi sklenénymi vldkny, impregnované modifikovanou
bromovanou epoxidovou pryskyfici, s definovanou horlavosti (zkouska vertikalniho horeni)

IEC 62137-3:2011 zavedena v CSN EN 62137-3:2012 (35 9391) Technologie montéaze elektroniky -
Cést 3: Smérnice pro volbu metod zkousek vlivu prostfedi a zkousek trvanlivosti pro pajené spoje

Souvisici CSN
CSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkouseni vlivl prostfedi - Cast 1: Vieobecné a navod
CSN EN 60068-2-2 (34 5791) Zkouseni vlivl prostfedi - Cast 2-2: Zkousky - Zkouska B: Suché teplo

CSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkouseni vliv{ prostiedi - Cast 2-6: Zkousky - Zkouska Fc: Vibrace
(sinusové)

CSN EN 60068-2-21 ed. 2:2007 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostiedi - C4st 2-21: Zkousky - Zkouska U:
Pevnost vyvodl a jejich neoddélitelnych upeviovacich ¢asti

CSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkouseni vlivil prostfedi - Cast 2-27: Zkousky - Zkouska Ea
a navod: Razy

CSN EN 60068-2-44:1997 (34 5791) Zkouseni vlivli prostiedi - Cést 2: Zkousky - Navod ke zkousce T:



Pajeni

CSN EN 60068-2-58 ed. 2:2005 (34 5791) Zkouseni vliv( prostiedi - C&st 2-58: Zkousky - Zkouska Td:
Metody zkousSeni soucastek pro povrchovou montaz (SMD) - pajitelnost, odolnost proti rozpousténi
metalizace a proti teplu pfi pajeni

CSN EN 60068-2-78:2002 (34 5791) Zkouseni vliv(i prostiedi - Cast 2-78: Zkousky - Zkouska Cab:
VIhké teplo konstantni

CSN EN 60749-1:2003 (35 8799) Polovoditové soutastky - Mechanické a klimatické zkousky - Cést 1:
VSeobecna ustanoveni

CSN EN 60749-20 ed. 2:2010 (35 8799) Polovoditové soutastky - Mechanické a klimatické zkousky -
Céast 20: Odolnost v plastu zapouzdfenych SMD soucastek proti kombinovanému pisobeni vihkosti
a tepla pfi pajeni

CSN EN 60749-20-1:2009 (35 8799) Polovodi¢ové soutéstky - Mechanické a klimatické zkousky - Cést
20-1: Manipulace, baleni, znaceni a preprava povrchové montovanych soucastek citlivych na spolecné
plsobeni vihkosti a tepla pri pajeni

CSN EN 61188-5-8 (35 9038) Desky s plodnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti - Cast 5-8:
Pokyny pro pripojovani (plosky/spoje) - Soucdstky s ploSnym polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)

CSN EN 61189-3 ed. 2:2008 (35 9039) Zkusebni metody pro elektrotechnické materily, desky
s plodnymi spoiji a jiné propojovaci struktury a sestavy - Cést 3: Zkusebni metody pro propojovaci
struktury (desky s ploSnymi spoji)

CSN EN 61189-5 (35 9039) Zkuebni metody pro elektrotechnické materiély, propojovaci struktury
a sestavy - Cast 5: Zkudebni metody pro osazené desky s plosnymi spoji

CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pfipojovaci materidly pro elektronickou montaz - Cast 1-1: Pozadavky na
pajeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi

CSN EN 61190-1-2 ed. 3 (35 9320) Pfipojovaci materidly pro elektronickou montaz - Cast 1-2:
Pozadavky na pajeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi

CSN EN 61760-1 ed. 2:2007 (35 9310) Technologie povrchové montéze - Cast 1: Standardni metoda
specifikovani soucastek pro povrchovou montaz (SMD)

CSN EN 62137-1-3 (35 9391) Technologie povrchové montéze - Metody zkouseni vlivil prostiedi
a trvanlivosti pro povrchové montované pajené spoje - Cast 1-3: Zkouska cyklickym padanim

CSN EN 62137-1-4:2009 (35 9391) Technologie povrchové montéze - Metody zkouseni vlivl prostiedi
a trvanlivosti pro povrchové montované pajené spoje - Cést 1-4: Zkouska cyklickym ohybem

Informativni Udaje z IEC 62137-4:2014
Tuto mezinarodni normu vypracovala technicka komise IEC/TC 91: Technologie montaze elektroniky.
Tato norma zruSuje a nahrazuje IEC 62137:2004. Toto vydani je jeji technickou revizi.

Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:



FDIS Zprava o hlasovani
91/1188/FDIS 91/1205/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pfi schvalovani této normy Ize najit ve zpravé o hlasovani ve vyse
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ast 2.

Seznam vsSech ¢asti souboru IEC 62137 se spole¢nym nazvem Technologie montaze elektroniky je
mozno nalézt na webovych strankach IEC.

Budouci normy této rfady budou mit novy spolecny nazev, ktery je uveden vyse. Nazvy existujicich
norem této rady budou aktualizovany pfi jejich pfistim vydani.

Komise rozhodla, Zze obsah této publikace zlstane nezménén az do data pristi provérky (stability date)
uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Udajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

- Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zménéna.

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

V pfipadé nedatovanych odkaz( na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v &lancich
.Informace o citovanych dokumentech“ a ,Souvisici CSN“ nejnové&j$imi vydanimi, platnymi v dobé
schvaleni této normy. Pfi pouzivéani této normy je tfeba vzdy pouzit takova vydani CSN, kteréd prejimaji
nejnovéjsi vydani nedatovanych evropskych/ mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).

V odborné literature je mozné se setkat s rlznymi preklady nize uvedenych anglickych termind. Pro
ucely této normy byl zvolen preklad pouzity v poslednim sloupci tabulky.

anglicky termin obvyklé terminy pouzity termin

metoda se sevrenim kulicky

ball pinch method (F.3.5.1) , ) ., Ly
metoda s nastrojem svirajicim kuli¢ku

metoda se sevrenim kulicky

obvod propojeného retézce
pajené spoje zapojené do série
duktilita

ductility . . L, . duktilita
taznost (pfed dosazenim meze pevnosti)

daisy chain circuit obvod propojeného retézce

plsobeni vihkosti

. L plsobeni vihkosti
zvlhéovani

moisture treatment

* metoda s kulickou prichycenou ohfevem

probe heat bond method (F.3.5.1) . .
metoda se sondou pfichycenou ohfevem

metoda s kuli¢ckou pfichycenou ohrevem

aklimatizace po zkousce

’ aklimatizace po zkousce
zotaveni

recovery

odpuzend pajka

repelled solder (C.4.1
P ( ) nespojené kulicky pajky

odpuzend pajka

Upozornéni na narodni poznamku

V normé je uvedena narodni pozndmka upozoriujici na zapracovanou opravu k evropské normé
EN 62174:2014/AC:2015-02.
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Cést 4: Metody zkousek trvanlivosti pro pajené spoje povrchové montovanych pouzder s vyvody typu
plosné pole
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Tato evropska norma byla schvalena CENELEC dne 2014-11-13. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzend ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské
republiky Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu,
Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung



Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN 62137-4:2014 E
Pfedmluva

Text dokumentu 91/1188/FDIS, budouci 1. vydani IEC 62137-4, ktery vypracovala technicka komise
IEC/TC 91 cislo Technologie montaze elektroniky, byl pfedlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC
a byl schvalen CENELEC jako EN 62137-4.

Jsou stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
ozndmeni o schvéleni k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2015-08-13
* nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-11-13

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 62137:2004.NP1)
Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 62137-4:2014 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Tabulka H.1 - Mechanicka namahani montovanych pouzder s vyvody typu plosna pole 40
1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 62137 specifikuje zkuSebni metodu pro pajené spoje pouzder s vyvody typu plosné pole
montované na desce s plosSnymi spoji pro vyhodnoceni odolnosti pajenych spojl vaci
termomechanickému namahani.

Tato Cast IEC 62137 plati pro povrchové montované polovodicové soucastky s pouzdry typu plosné
pole (FBGA, BGA, FLGA a LGA), které jsou urceny pro primyslové a spotrebni elektrické nebo
elektronické pfistroje.

Faktor zrychleni degradace pajenych spojli pouzdra pri teplotnim cyklovani, kterd souvisi s tepelnym
namahanim pfi montazi, je popsan v priloze A.

Priloha H poskytuje vysvétlivky, které se vztahuji na rlizné typy mechanického namahani pfi montazi.

ZkuSebni metoda specifikovana v této normé neni urena pro hodnoceni vlastnich polovodi¢ovych
soucastek.

POZNAMKA 1 Podminky montaze, desky s plosnymi spoji, materialy pro pajeni atd. vyznamné ovliviiuji
vysledky zkousky specifikované v této normé. Tedy zkouska specifikovana v této normé nezarucuje
spolehlivost montaze pouzder.

POZNAMKA 2 Tato zku$ebni metoda neni nezbytna, jestlize se nevyskytuje namahani pajenych spojli
(mechanické nebo jiné) v provoznich podminkach a pfi manipulaci po montazi.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



